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ブラシレスモータドライバの設計事例 

 

その他 1 ～オプション機器の製作 

：ヒートシンク～ 

 

モータを駆動する電流と、MCDのドライブ回路の素子のオン抵抗による電圧降下によ

って MCD内部でジュール熱が発生します。多くの MCDは発生した熱をMCDの端子

を通じて基板に放熱します。しかしながら基板デザインや設置環境などによっては十

分な放熱が得られず MCDや基板上に配置した電子部品の故障を引き起こす要因にな

ります。 

 

 

この熱を基板に取り付けたヒートシンクから放熱し動作信頼性を向上させる目的でオ

プションパーツとして製作し、販売します。 

 

 

ヒートシンク仕様 

 

●材質： アルミ 

●厚さ： 3mm 

 

ヒートシンク取り付け図 

https://www.indexpro.co.jp/
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